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第51期定時株主総会 

 第49期 （％）  第50期 （％） 前期比 

売上高 6,330 100.0 4,972 100.0 ▲21.4% 

営業利益 604 9.5 125 2.5 ▲478 

経常利益 640 10.1 166 3.4 ▲473 

税前利益 606 9.6 177 3.6 ▲428 

当期純利益 367 5.8 60 1.2 ▲306 

 第49期 （％）  第50期 （％） 前期比 

売上高 6,330 100.0 4,972 100.0 ▲21.4% 

営業利益 604 9.5 125 2.5 ▲478 

経常利益 640 10.1 166 3.4 ▲473 

税前利益 606 9.6 177 3.6 ▲428 

当期純利益 367 5.8 60 1.2 ▲306 

 第50期 （％）  第51期 （％） 増減 

売上高 4,972 100.0 6,121 100.0 +1,148 

営業利益 125 2.5 322 5.3 +196 

経常利益 166 3.4 354 5.8 +187 

特別利益 15 5 ▲9 

特別損失 ▲4 ▲477 ▲473 

税引前利益 177 3.6 ▲117 ▲1.9 ▲295 

当期純利益 60 1.2 ▲194 ▲3.2 ▲254 

（億円） 

連結損益計算書 
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第51期定時株主総会 

 第50期 （％）  第51期 （％） 増減 

売上高 4,972 100.0 6,121 100.0 +1,148 

部
門
別
売
上  

SPE 3,920 78.8 4,788 78.2 +868 

FPD 200 4.0 283 4.6 +82 

PVE 0 0.0 38 0.6 +37 

EC/CN 846 17.0 1,007 16.5 +160 

連結損益計算書 

SPE: 半導体製造装置  FPD: フラットパネルディスプレイ 
PVE: 太陽光パネル製造装置  EC/CN: 電子部品/情報通信機器 

（億円） 
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第51期定時株主総会 

 第50期 （％）  第51期 （％） 増減 

売上高 4,972 100.0 6,121 100.0 +1,148 

営業利益 125 2.5 322 5.3 +196 

経常利益 166 3.4 354 5.8 +187 

特別利益 15 5 ▲9 

特別損失 ▲4 ▲477 ▲473 

税引前利益 177 3.6 ▲117 ▲1.9 ▲295 

当期純利益 60 1.2 ▲194 ▲3.2 ▲254 

（億円） 

連結損益計算書 
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第51期定時株主総会 

6,051  5,906  

1,666  2,244  

37  
135  7,755  
8,285  

第50期 第51期 

584  651  
599  295  

1,356  
1,123  

451  
560  

1,356  1,682  

1,005  1,290  

2,401  
2,681  

7,755  
8,285  

第50期 第51期 

現金同等物： 現預金＋短期投資等（貸借対照表上の表示は「有価証券」） 

負債・純資産 資産 
（億円） （億円） 

現金同等物 

売上債権 

たな卸資産 

その他流動資産 

有形固定資産 

無形固定資産 
投資その他資産 

有利子負債 

その他負債 

純資産 

主な増減 増減 主な要因 

資産 現金同等物 +280 

売上債権 +285 売上増に伴う増加 

たな卸資産 +325 生産増および出荷済み未設置在庫の増加 

有形固定資産 －233 取得(+127), 減価償却(-217), 減損(-102) 

無形固定資産 －303 減損: PVE(-316),  NEXX(-50) 

負債 その他負債 +578 前受金の増加(+209), 買掛金の増加(+174), 未払法人税等の増加(+117) 

（億円） 

連結貸借対照表 
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第51期定時株主総会 

0 

5,600 

5,800 

6,000 

6,051 
△91 

第50期末残高   

第51期 
純損失 

剰余金の 
配当 

その他 
変動額 

連結株主資本等変動計算書 

139 

△194 

5,906 

第51期末残高 

（億円） 
自己株式の
処分等 

1 

純資産 純資産 
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第51期定時株主総会 

単独財務諸表の概要 

損益計算書  第50期 （％）    第51期 （％） 増減 

売上高 3,754 100.0 4,622 100.0 +86 

営業利益 57 1.5 162 3.5 +105 

経常利益 273 7.3 278 6.0 +5 

     特別損失 ‐ 552 +551 

税引前利益 282 7.5 ▲260 ▲5.6 ▲543 

当期純利益 229 6.1 ▲264 ▲5.7 ▲494 

貸借対照表  第50期 （％）      第51期 （％） 増減 

資産合計 5,700 100.0 6,082 100.0 +381 

 負債合計 1,797 31.5 2,515 41.4 +717 

 純資産合計 3,903 68.5 3,567 58.6 ▲336 

負債・純資産合計 5,700 100.0 6,082 100.0 +381 

（億円） 
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第51期定時株主総会 

第51期 配当 

24  12  

114  
80  

51  50  

0

50

100

150

第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 

（円） 過去5年間の配当金の推移 

中間 期末 年間 

第50期 

普通配当 

記念配当 

25円 

15円 

10円 

26円 

16円 

10円 

51円 

31円 

20円 

第51期 25円 25円 50円 

配当総額 
連結 

配当性向 

 

91億円 

 

 

150.4％ 

 

89億円 - 

►1株当たり配当金 

（内
訳
） 
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第51期定時株主総会 

第52期 業績見通し 
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第51期定時株主総会 

事業環境 

半導体前工程の設備投資額は、 
前年比+15%前後を見込んでおり、 
特にメモリ向け設備投資が拡大すると予測。 

中国における大型パネル向け設備投資を 
中心に引き続き堅調である。 
また、有機ELテレビ市場の立ち上がりは 
2016年以降になると予測。 

半導体設備投資 

フラットパネルディスプレイ（FPD）設備投資 

11 
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第51期定時株主総会 

第52期 連結業績見通し 

上期  下期(ご参考) 

売上高 2,780 3,070 

 

部
門
別
売
上  

SPE 2,600 2,850 

FPD 160 160 

PVE 20 60 

営業利益 
 下段: 営業利益率 

180 
6.5% 

480 
15.6% 

経常利益 180 

当期純利益 110 

SPE: 半導体製造装置   FPD: フラットパネルディスプレイ PVE: 太陽光パネル製造装置  

（億円） 

●配当予想 

   第1四半期配当 

  10円を予定 

※米国アプライド マテリアルズとの経営統合を2014年の半ばから後半に予定しております。 
12 
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第51期定時株主総会 



第51期定時株主総会 

中長期成長と経営統合 
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第51期定時株主総会 

1 事業環境と経営統合の背景 

3 目標収益モデル 

2 統合新会社の概要と将来性 

目次 
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第51期定時株主総会 

半導体市場を拡げる３つの波 

モバイル機器、医療、ウェアラブル 

クラウド・コンピューティング、センサー 

Ｃ アプリケーションの拡がり 

車載関連、 環境・健康・安全、 教育  

半導体搭載量の伸び 
新興国、発展途上国への拡がり  

地域的な拡がり 
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第51期定時株主総会 

ネットワーク社会の進展 
2010~ 

高度情報化社会 

全てが繋がる 

インターネット ビジネス・ユース  パーソナル・ユース ネットワーク社会 

1970~ 

1980~ 

1990~ 

2000~ 

一人に1台 

一人に複数台  

従業員に1台 

オフィスに1台 
会社に1台 

汎用コンピュータ 

ワーク 

ステーション 

パーソナル 

コンピュータ 

携帯電話 

IoT* 

・ ソーシャル 

   ネットワーキング 

   サービス 

・ ビッグデータ 

いつでも、どこでも、誰でも ⇒ ＋ 全ての物が 

1万台/年 
100万台/年 

1億台/年 

10億台/年 

100億台/年 

IoT : Internet of Things 

http://store.apple.com/1-800-MY-APPLE/WebObjects/AppleStore.woa/70806/wo/tQ7E0MrOcEp62E7jiCrcSIg7SJl/2.1.11.1.0.6.13.0.1.3.1.1.0
http://www.tron.org/tronshow/2006-j/ts2005/13.gif
http://image.www.rakuten.co.jp/a-net/img1039787956.jpeg
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/zunouhoudan/048zunou/digital_ce3.jpg
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第51期定時株主総会 

 

南米 

東南アジア 

中東 

アフリカ 

BRICs（ブリックス） 
東ヨーロッパ 

北米 

西ヨーロッパ 

東アジア 

購買人数 8億人 

15億人 

40億人 

電子機器市場の地域的拡がりと新購買層 
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第51期定時株主総会 

高度情報ネットワーク社会を実現する半導体 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://selfpit.way-nifty.com/100203_2.jpg&imgrefurl=http://selfpit.way-nifty.com/selfpit/2010/02/post-3b2c.html&usg=__DI7GmgKpzdpgfybG2nETR_pL3Ow=&h=402&w=500&sz=74&hl=ja&start=100&um=1&itbs=1&tbnid=9mx6_2F7KmLGiM:&tbnh=105&tbnw=130&prev=/images?q=%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%A1%9B%E6%98%9F+%E7%94%BB%E5%83%8F&start=80&um=1&hl=ja&lr=&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
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第51期定時株主総会 

► 超高速演算 

► 大容量メモリ 

► 低消費電力化 

► 高解像度画面 

► 低コスト 

半導体デバイス 

技術の転換点 

► 高機能化  

► 低消費電力化 

► ユーザー 

    インターフェイス  

ネットワーク社会 

モバイル機器 
の進化 

求められる 

技術イノベーション 

►新材料成膜技術 

⇒性能向上 

►超微細加工技術 

⇒低コスト化 

►検査・測定技術 

⇒歩留・品質向上 

高度ネットワーク社会の実現に求められる技術革新 



21 

第51期定時株主総会 

我々に課せられた課題 

 高度な技術開発力と強い財務基盤 

 革新的材料（プレシジョン・マテリアル）  
工学の技術 

 極限の微細加工・検査（パターニング）の
技術革新 

 

 顧客の課題をスピーディーに解決する  
サービス＆技術力 

 

 新興国、発展途上国市場で通用する     
コスト・パフォーマンス 
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第51期定時株主総会 

64層 

 

48層 

 

32層 

 

24層 

最先端メモリ構造に必須の革新的材料・エッチング技術 

最新メモリデバイスは 

立体的構造 

次世代メモリは 

革新的材料が必須 

革新的材料・エッチング技術 ① 
 

超深穴エッチング技術 

電子のスピンによる磁気
モーメントを利用して   
磁性材料の磁化反転を 
起こす新しい磁気メモリ 

α-CoFeB 

MgO 

α-CoFeB 

CoFe 

PtMn 

Ta 

Ru 

革新的材料・エッチング技術 ② 
 

複合多層膜エッチング技術 
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第51期定時株主総会 

極限の微細加工・検査（パターニング）の技術革新 

10-7 

10-5 

10-4 

10-9 m = 1nm 
＜10μm ～ 1nm＞  

半導体の微細加工 
寸法範囲 

DNA 

10-3 m = mm 

10-6 m = 1µm 

10-8 

10-10 

10-12 m = 1pm 

10-11 

1970 

2020? 

2010 

1990 

リンパ球 

原子 

Technology 

break through 

Si の原子間
距離 
≒0.3nm 
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第51期定時株主総会 

経営統合の発表 
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第51期定時株主総会 

 真のグローバル企業が共有する価値 

 顧客サービス機能と技術革新力をさらにレベルアップ 

 グローバルな視点と企業文化の共有 

 株主還元への強力なコミットメント 

 優秀な人材をワールド・ワイドで獲得、育成、保持 

真のグローバル
カンパニー 

日本中心の 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｾﾞｰｼｮﾝ 

米国中心の 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｾﾞｰｼｮﾝ 
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第51期定時株主総会 

目次 

1 事業環境と経営統合の背景 

3 目標収益モデル 

2 統合新会社の概要と将来性 
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両社の会社概要 

設立: 1963年11月 1967年11月 

本社: 東京 
米国カリフォルニア州 

サンタクララ 

従業員: 約12,000名 約15,000名 

保有特許権: 約16,000 件 約10,500 件 

年間売上高 

（直近12ヶ月）* 
54億ドル 72億ドル  

主要技術 

塗布現像、 拡散・成膜、洗浄、 
絶縁膜エッチ、プローブ・テスト、  

液晶パネル用エッチ・塗布現像 

枚葉成膜、 イオン注入、   

平坦化、コンダクタエッチ、 
欠陥検査、  

液晶パネル用成膜 

設置済み装置台数 54,000台 33,000台 

1. TEL 2013年6月, AMAT 2013年7月 

2. TEL の売上高は、1US$=¥86をベースに算出しています。 

（2013年9月24日経営統合発表内容） 
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新会社の構成 

会長：   東哲郎 

副会長：常石哲男、マイク・スプリンター 

CEO：   ゲイリー・ディッカーソン 

 東京、サンタクララ（米国カリフォルニア州） 
 東京証券取引所、NASDAQ株式市場 

 オランダ 

取締役１１名 

両会社各々５名指名（各々３名社外取締役） 
両社が推薦する社外取締役１名 

本社所在地 

上場市場 

法人登記地 

経営陣 

取締役会 
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第51期定時株主総会 

統合の条件 

TEL株式１株に対し、新会社株式３．２５株 

AMAT株式１株に対し、新会社株式１株 

TEL 株主さまの所有比率は～３２．０％ 

両社は、オランダに登記設立される
統合新会社の１００％子会社となる 

統合の構造 

交換比率と 

所有比率 

条件と時期 

両社の株主総会の承認、各国で適用され
る競争法に基づく当局による承認が条件 

２０１４年後半予定 
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第51期定時株主総会 

経営統合による株主価値向上 

両社の最先端技術と製品で、 

電子機器、半導体産業界に貢献 

株主還元のさらなる向上を実現 

収益性の向上 
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第51期定時株主総会 

1 事業環境と経営統合の背景 

3 目標収益モデル 

2 統合新会社の概要と将来性 

目次 
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統合によるシナジー効果（相乗効果） 

サプライチェーンの
効率化 

 

製造部門の効率化 

 

ローカル拠点の 

機能拡大、最適化 

 

 IT投資と会社機能
の効率化 

シナジー効果額 
 

$2.5億 
初年度 

 

$5億 
初年度からの３年間 

（2013年9月24日経営統合発表内容） 



33 

第51期定時株主総会 

$182億 
売上高 

25% 
営業利益率 

>$2.40 
１株当り純利益 

$46億 
営業利益 

半導体製造装置、ディスプレイ製造装置およびサービス事業の収益モデルになります。（非GAAPベース） 

（2013年9月24日経営統合発表内容） 

2017年 目標収益モデル 

半導体製造装置市場規模： $370億を想定 



第51期定時株主総会 

経営統合の方法 
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経営統合の方法 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ
株主様 

統合持株会社 
（オランダ） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 
（日本） 

 ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 
（米国） 

ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 
株主様 
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統合持株会社 
（オランダ） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ
株主様 

経営統合の方法 

TEL ジャパン 
（日本） 

TEL 
株式 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 
（日本） 

統合持株
会社株式 

TELｼﾞｬﾊﾟﾝ 

株式 
TELｼﾞｬﾊﾟﾝ 

株式 

便宜上「TELｼﾞｬﾊﾟﾝ株式」と表記しましたが、実際にはTELｼﾞｬﾊﾟﾝは合同会社であるため「持分」となります 
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統合持株会社 
（オランダ） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ
株主様 

経営統合の方法 

TEL ジャパン 
（日本） 

TEL 
株式 

TELｼﾞｬﾊﾟﾝ 

株式 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 
（日本） 

統合持株
会社株式 
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統合持株会社 
（オランダ） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ
株主様 

経営統合の方法 

TEL ジャパン 
（日本） 

株式交換 

契約 

TEL 
株式 

TELｼﾞｬﾊﾟﾝ 

株式 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 
（日本） 

統合持株
会社株式 

統合持株会社 
（オランダ） 

TELｼﾞｬﾊﾟﾝ 

株式 

本日、ご審議を 

お願いする内容 
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統合持株会社 
（オランダ） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ
株主様 

経営統合の方法 

TEL ジャパン 
（日本） 

株式交換 

契約 

TEL 
株式 

TELｼﾞｬﾊﾟﾝ 

株式 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 
（日本） 

統合持株
会社株式 

統合持株会社 
（オランダ） 

TELｼﾞｬﾊﾟﾝ 

株式 

本日、ご審議を 

お願いする内容 
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統合持株会社 
（オランダ） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ
株主様 

経営統合の方法 

TEL ジャパン 
（日本） TEL 

株式 

TELｼﾞｬﾊﾟﾝ 

株式 
TELｼﾞｬﾊﾟﾝ 

株式 

統合持株
会社株式 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 
（日本） 
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統合持株会社 
（オランダ） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ
株主様 

経営統合の方法 

TEL 
株式 

統合持株
会社株式 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 
（日本） 
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経営統合の方法 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ
株主様 

統合持株会社 
（オランダ） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 
（日本） 

 ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 
（米国） 

ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 
株主様 



第51期定時株主総会 

１．上場株式市場 東京証券取引所、Nasdaq株式市場 

  取引通貨  日本円（東京証券取引所） 

   米ドル（Nasdaq株式市場） 

  売買単位      1株（予定） 

２．株主総会      開催地：オランダ 

              言語：英語（日本語併用） 

３．配当金通貨    日本円 または 米ドル 

４．開示書類      東京証券取引所から求められる書類 

              （決算短信、適時開示書類）、 

           有価証券報告書、四半期報告書、 

              株主総会参考書類 等 

              日本語での開示を継続予定 

 

統合持株会社の株式について 
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本経営統合の日程 

本経営統合契約締結日  平成25年9月24日 

米国証券取引委員会によるForm S-4の承認  平成26年5月13日 

本株式交換契約承認取締役会 

（東京エレクトロン） 
 平成26年5月14日 

本株式交換契約承認株主総会 

（東京エレクトロン） 
 平成26年6月20日 

本経営統合契約承認臨時株主総会 

（アプライド マテリアルズ） 
 平成26年6月23日 

本株式交換、経営統合期日（効力発生日）  
（暫定） 
 平成26年9月24日 

本統合持株会社上場日（東証第1部（外国株）） 
（暫定） 
 平成26年9月24日 

＊株式交換、経営統合効力発生には、本経営統合契約に定める各前提条件（例えば、両社の日本、米国その他の国に 
   おける適用ある競争法に基づく関係当局の承認等がこれに該当します）が充足又は放棄される必要があるため、株式 
   交換の効力発生のタイミングは、これらの前提条件の充足又は放棄の状況によって左右されることになります。 
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１．アプライド マテリアルズとの経営統合に伴う当社と 
 
  TELジャパン合同会社との株式交換契約承認の件 
 
 
 
２．取締役９名選任の件 
 

決議事項 
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アプライド マテリアルズとの経営統合 
に伴う当社とTELジャパン合同会社 
との株式交換契約承認の件 

第１号議案 
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東京エレク
トロン株主 

東京エレクトロン 

（日本） 

アプライド  

株主 

アプライド  

マテリアルズ 

（米国） 

本統合持株会社 

（オランダ） 

TELジャパン 

（日本） 

経営統合後の会社体制及び経営統合に伴い必要となる契約 

  

 中間持株会社 

  

 株式交換契約 

 TEL株主総会 
 決議事項  

 経営統合契約  

TEL 

取締役会 

 決議事項  
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第1条(本株式交換)   

  当社とTELジャパンの間で株式交換を行う 

 

第2条(本株式交換に際して交付する株式及びその割当て) 

  ・当社株主さまに対して、株式交換の対価として、 

   当社株式：統合持株会社株式＝1 ： 3.25 の株式交付を行う 

  ・1株未満の端数相当分は、金額換算しTELジャパンが当社株主さま  

   に対して金銭で支払う 

 

第3条(効力発生日)  

  平成26年9月24日（暫定） 

 

株式交換契約の主な内容（招集ご通知8～9ページ） 
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市場株価分析（平成25年6月24日～9月23日） 

①時価総額の比較 

 

 

 

②株式数の比較（財務アドバイザー意見書作成時、自己株式数を除く） 

 

 

 

③株式交換比率 
   当社の時価総額        ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞﾏﾃﾘｱﾙｽﾞの株式数        

ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞﾏﾃﾘｱﾙｽﾞの時価総額             当社の株式数 

   

株式交換比率の算定について 

当社 ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 

比率 
1 

（0.49～0.39） 
2.02～2.58倍 

（1） 

当社 ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 

株式数 179,685,381株 1,243,480,671株 

比率 1 6.92倍 

=2.68～3.43 × 

 両社で最終合意した株式交換比率：3.25   49 
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第２号議案 
 
 

取締役９名選任の件 
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第２号議案 取締役９名選任の件 

１． 
ひがし 

東 
 てつろう 

哲郎 

２． 
  つねいし 

常石 
  てつお 

哲男 

３． 
  きたやま 

北山 
 ひろふみ 

博文 

４． 
   いとう 

伊東 
ひかる 

晃 

５． 
   わしの 

鷲野 
   けんじ 

憲治 

＜取締役候補者氏名＞ 

６． 
    はらだ 

原田 
  よしてる 

芳輝 

７． 
 ほり 

堀 
  てつろう 

哲朗 

８． 
  いのうえ 

井上 
ひろし 

弘 

９． 
    さかね 

坂根 
  まさひろ 

正弘 

注） 井上弘氏及び坂根正弘氏については、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。 
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